CONDUCAO DE CALOR

CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE
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Dentro da parede: Conducao unidimensional, sem geracdo de calor no
VC e regime permanente, k é constante
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE

Parede Plana: d*T _ o T, o
dx? B :}\
T(x)=Cx+ (),
C, e C, dependem das H‘M e
condicoes Iniciais Fluido quente |
T(9)=T,, e T(L)=T,, T,k Lo -
Aplicando-se a condicdo em x = 0, na solugdo geral. segue-se que
T, =C: |

Analogamente, em x = £
TS.; =C}'L + C; =C;f: + Tﬂ
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE
Parede Plana: d?T
dx?

=0

A solucao fica:

T(x) = (T}— s})_+T

Pela Lei de Fourier:

dl’ kA
g, = kA= =—(T, - 1,,)

’ X k
g7 =" = (T, ~T,,)



CONDUCAO DE CALOR

CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE
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CONDUGAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE

Parede Plana:

Para convec¢ao:

q:kA(E_Tm)
-1, _ 1
R, cone = " hA
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE
Parede Plana:

Para o circuito todo:

Tm,; - E;,; _ E;,j‘ - Ta,! . Tx,l - Tm.z
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No caso de Radiacio ™ ;
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Parede Composta:
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE

Parede Composta: T
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Fluido frio
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE

Parede Composta: Lo
Ts.l
Coeficiente global de transferéncia
Ts4
de Calor b
g, = UAAT \
11
Fluido quente II I I
ooy Fluido frio
S T, h
: L_r _ i _ ¥

R_A E(Ik,) +{L, k)+(Lg ky) + (L. k. )+ {1 hi)]
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE
Parede Composta:

. isotérmicas:

isotérmicas:

T Ly .
L KF(A4 2 L,
ke(A/2) MM k(A 2)
E, WA T2
L,
kol A12)

As superficies normais a direcao x sejam isotérmicas:
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE

Parede Composta:

Ty

adiabaticas: — |

T

L, L, Ly
k. (4/2) kF(A/2) ku(A2)

L, L Ly
k (Ai2) ho(A2)  hg(A/2)

As superficies paralelas a direcdo x sejam adiabaticas:
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE

Resisténcia de contato:

T - TE
R:,’: = 4 "
9
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE

Resisténcia de contato:

(a) Interface a vacuo ~ (b) Fluido Interfacial

Presséo de contato 100 kKN/m* 10.00 kKN/m~  Ar 2,75

Aco Inoxidavel 6-25 0,7-4.0 Hélio 1,05

Cobre | 1-10 0,1-0,5 Hidrogénio 0,720

Magnésio 1,5-3,5 0,2-0,4 Oleo de silicone 0,525
Alumimo 1550 0204  Glicerina — 0.265
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CONDUCAO UNIDIMENSIONAL EM REGIME PERMANENTE

Resisténcia de contato:

Chip de silicio-aluminzto esperilhado ao ar (27-500 kN/m") 0.3-0.6 [2]
Aluminio-aluminio com enchimento de pelicula de Indio (~100 kN/m?) ~0.07 1.3}
Ago Inoxidavel-ago inoxiddvel com enchimento de pelicula de Indio (1.3]
(~3500kN/m") ~0.04
Aluminio-aluminio com revestimento metalico (Pb) 0.01-0.1 (4]
Aluminio-aluminio com graxa da Dow Corning (~100 kN/m") ~0.07 [1.3]
Ago inoxidavel-aco inoxiddvel com graxa 340 da Dow Corning [1.3]
(3500 kN/m®) ~0.04
Chip de silicio - aluminio com 0.02 mm de epoxi 0.2-0.9 {5]
Latfo-latdo com 15 ymdesoldadeestanho 002001 10l
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Um fabricante de vanguarda de utilidades domeésticas esta propondo um modelo de fornoe de autolimpeza ¢ que envolve

uma janela composta entre a cavidade do forno e o ar ambiente. A janela composta € constituida por dois plasticos (A ¢

B), resistentes a alta temperatura, com as espessuras L, = 2Lg e condutividades térmicas k4 = 0.15 W/mK ¢ kg = 0.08

W/m.K. Durante o processo de autolimpeza, as temperaturas da parede do forno e do ar no forno, 7, e T, sdo iguais a
400°C, enquanto a temperatura do ar ambiente, T , ¢ 25°C. Os coeficientes de transferéncia convectiva ¢ radiativa de
calor no interior do forno, A&; ¢ A, e também o coeficiente de transferéncia comvectiva, ho. sfo cada qual,
aproximadamente iguais a 25W/m’K. Qual éa espessura minima da janela, £ = L, + Lp, necesséria para garantir que
a temperatura na superficic exierna da jamela seja 50°C. ou menos? Esta temperatura, em virtude de razbes se
seguranga, ndo deve ser excedida.
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cavidade do forno ‘La | Lp |
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e
cavidade do \fomo ‘La : Lg
y
Tw = 400°C g
h, = 25W/m’K i
T, = 400°C § Ar bl
B, = 25W/m’K = t B, kp = 0.08 Wm.K
H A k=015 WmK
= 25°C
Hjm: h(] - ZSWszK

1 - O regime de operagdo ¢ permanenie

2 - A condugdo através da janela € unidimensional

3 - A resisténcia de contato € desprezivel

4 - A absorgdo de radiagdo no imterior do material da janela é desprezivel; entdo ndo ha geragdo interna de calor (ha
troca radiativa entre 2 janela e as paredes do forno na superficie interna da janela).

5 - A troca radiativa entre a superficie interna da janela e as vizinhancas ¢ desprezivel. - S

6 - Cada pidstico ¢ homogéneo ¢ tem as propriedades constantes. IR
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